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ハード構成

外形

質量

電源部

ライン高さ

エア 

使用温度範囲

使用湿度範囲

画像信号入力部

電圧

定格電力

撮像系

検査原理

画素分解能

対象基板サイズ（最小）

対象基板サイズ（最大）

クリアランス

高さ計測レンジ

厚さ

検査項目

1180(W)×1640 (D)×1500(H) mm 

約850kg 

AC200～240V(単相)変動範囲±10% 

2.0kVA 

900±20mm 

0.3～0.6MPa 

10～35℃ 

35～80％RH（ただし、結露のないこと） 

12Mpixカメラ 

カラーハイライト＋位相シフトによる3D形状復元　 

10μm/15μm

10μ：40×30mm

15μ：60×45mm

50(W)×50(D)mm 

デュアル運用：510(W)×330(D)mm

シングル運用：510(W)×680(D)mm

基板上：50mm 基板下：50mm

25mm

0.4～4mm

部品高さ、部品浮き、部品傾き、欠品、部品違い、
極性違い、表裏反転、OCR検査、2Dコード、
部品ずれ（X/Y/角度ずれ）、フィレット（フィレット高さ、
フィレット長さ、エンド接続幅、接続ぬれ角度、
サイド接続長さ）、ランド露出、異物、ランド異常、
電極ずれ、電極姿勢、電極有無、はんだボール、
はんだブリッジ、部品距離、部品角度

機能仕様

SCWB-041E

外形寸法図
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3D デュアル
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高分
解能

効率的な良品ものづくりに貢献する
オムロンの3D-SJI(Solder Joint Inspection)

高分解能タイプ
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システム構成

検査プログラム
作成端末

Ethernet

v-DB

v-TS

検査結果確認端末

v-CA

検査データ活用
品質改善支援システム

検査システム専用
データベース

Q-up
System

基板全面異物検査

基板全面に対して3D（高さ）と2D（面積）検査を併用することで、

高精度な異物検査が可能。（空ランドのはんだを検査対象から除外可能！）

特徴パラメータ表示

特徴パラメータ編集

30

検査基準

検査項目 設定値
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異物

長短径比（％）

面積（mm2）

■高さ（mm）

検出感度は
スライダーで

簡単設定

異物（0402チップ飛び）検出事例

高い生産スループットを実現するために、デュアルレーン対応をラインアップ。

デュアルレーン運用時の最大基板サイズは510(W)×330(D)mm。

多様な基板運用を可能にします。

高生産性検査

形VT-S530での検査事例

形VT-S530

はんだの接合（Solder Joint)状態と実装状態の定量検査を実現。規格に基づいた良品基準検査により、

未知の不良の見逃しリスクを極小化。検査の垂直立ち上げに大きく貢献します。

(Solder Joint Inspection)オムロンの3D-SJI 

生基板から自動で
ランドを抽出、
部品本体ウィンドウは
高さ情報から自動生成

自動化による
初期プログラム作成工数の低減

高さ計測に適した

位相シフト方式
はんだ表面の状態に影響を

受けずに形状を捉える

カラーハイライト方式カラーハイライト方式カラーハイライト方式
受けずに形状を捉える

カラーハイライト方式カラーハイライト方式

Hybrid

３Dと２Dの技術を組み合わせ、検査項目に合わせて最適な検査を実施。

※IPCの品質基準を採用

しきい値の設定

フィレット幅

フィレット
長さ

フィレット
高さ

良品の基準を
ダイレクト入力

はんだと部品の３D形状復元技術

オムロン 3D-SJI S シリーズオムロン 3D-SJI S シリーズ

自動化による初期プログラム作成工数の低減、及び３Ｄ形状復元に

よる定量的な「良品基準」検査によりデバック工数も大幅に低減！

従来機種従来機種

ロットによるばらつきや、新たな不良発生のたびに、

検査基準を調整。デバック作業が続く。

要求検査品質

品質にバラツキ

工数がなかなか減らない 安定検査の持続

垂直立上げ

要求検査品質

工数削減

IATF(ISO/TS)16949などの国際規格に準拠した品質管理に貢献。

国際規格※に基づいた定量的な『良品基準』検査

最少工数で最高品質検査を実現

Hybrid 3D-SJI

1POINT

2POINT

3POINT

微細部品（0603）浮き不良

顕微鏡画像 定量検査 ３D復元画像 顕微鏡画像 定量検査 ３D復元画像

微細部品（0603）はんだ不濡れ不良

微細部品（0402）ずれ不良

顕微鏡画像 定量検査 ３D復元画像 顕微鏡画像 定量検査 ３D復元画像

微細部品（0402）傾き不良

はんだ過小

フローはんだ/挿入部品検査事例

はんだ過多 電極高さ不良

極小はんだボール検査事例

良品

オムロン
“良品基準”

これまで
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